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COMPONENTES INTERNOS DEL COMPUTADOR

LOGRO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

e Al término de la unidad, los alumnos, enumeran, describen y ensamblan los
componentes internos del computador.

TEMARIO

e Tipos de memorias en la PC

e Funcion de las memorias

e Clasificaciéon de las memorias
e Memoria RAM y ROM

ACTIVIDADESPROPUESTAS

e Los alumnos, a través de la observacién de un mainboard, determinan las
memorias que usa.

e Los alumnos comparan los tipos de memorias RAM.

1. MEMORIAS

La memoria es el dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informaticos
durante algln intervalo de tiempo.' La memoria proporciona una de las principales
funciones de la computacién moderna: el almacenamiento de informacién y
conocimiento. Es uno de los componentes fundamentales de la computadora, que
interconectada a la CPU y los dispositivos de entrada/salida, implementan lo
fundamental del modelo de computadora de la arquitectura de von Neumann.
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1.1. TIPOS DE MEMORIAS EN LA PC.

Para conocer sobre las memorias que existen en la computadora, vamos a comenzar
identificando cuales son ellas, tratar de entender su funcién como parte de la PC.
Para ello disponemos en el siguiente grdfico, un mainboard que es uno de los
componentes mds importantes de la computadora, en donde se conecta
diferentes componentes, como:

e La tarjetade video donde encontraremos a la memoria VRAM o RAM de video.

e La RAM principal en médulos que se insertan en los zdcalos o sockets para la
RAM.

e ElI CPU o microprocesador, del cual sabemos que internamente tiene ala
memoria cache, en la mayoria de los CPU’s disponen de dos memorias
identificadas conlLly L2.

e Conectado directo enla mainboard el chip que almacena el BIOS, ala cual
hemos llamado ROM BIOS y que posteriormente veremos que ha sido
cambiado por otro chip de memoria FLASH, por lo que la actuales mainboards
ya no usan ROM BIOS sino FLASH BIOS.

e Por (ltimo otra memoria que viene integrada en la mainboard, en
particular en uno de sus chips del chipset (puente sur), a esta memoria se le
llama RAM CMOS.
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1.2. FUNCION DE LAS MEMORIAS
1.2.1 LA RAM de video o VRAM.

Las tarjetas de video necesitan usar memoria RAM, a la cual le llamamos
VRAM (RAM de video), es usada para almacenar los graficos que se deben
mostrar en el monitor. Esta informacién estd almacenada como un conjunto de
bits, los cuales corresponden ala imagen digitalizada y el procesador de video
se encargard de convertir los ceros y unos en sefales para enviarlos al monitor, a
través de conector.

La imagen siguiente muestra los cuatro chips en la tarjeta de video, los cuales
corresponden a la VRAM, en cuanto a la cantidad de memoria que disponen las
tarjetas actuales va desde 256 MB a 8 GB de VRAM y probablemente esta
cantidad siga incrementdndose.

TARJETA DE VIDEO

1.2.2 La RAM Principal.

Es la memoria que hasta ahora la hemos llamado, simplemente, RAM. En cuanto
a su funcién, es la de almacenar el sistema operativo y las aplicaciones,
ya que, de acuerdo al disefio del computador, todos los programas a ser
ejecutados deben ser cargados a la memoria RAM. Esta memoria  ha
evolucionado mucho, tratando de mejorar su capacidad de almacenamiento
como también su velocidad, mds adelante detallaremos los diferentes modelos'y
sus caracteristicas mds importantes.
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En el siguiente grafico se muestra a los diferentes tipos de memoria RAM que se
usa en la computadora, notamos que son pequefias tarjetas, con chips de RAM, a
cada una de las tarjetas con chips se les llama médulos de memoria RAM, tal
como apreciamos a continuacién, donde, en primer lugar encontramos al
modulo SIPP , a continuacion estd el médulo DRAM, SDRAM y finalmente el
médulo DDR que es usado actualmente en nuestras computadoras.

m Modulo SIPP de 30 pines
| i1
w Modulo SIMM de 30 pines - Memoria DRAM FPM

Modulo SIMM de 72 pines - Memoria DRAM EDO

Modulo DIMM de 168 pines - Memoria SDRAM

iiiniiffj:@‘j i X Modulo DIMM de 184 pines - Memoria DDR

evs.

Modulo DIMM de 240 pines - Memoria DDR 2

Modulo DIMM de 240 pines - Memoria DDR 3

Modulo SO-DIMM de 200 pines - Memoria DDR

Modulo SO-DIMM de 200 pines - Memoria DDR 2

Modulo SO-DIMM de 204 pines - Memoria DDR 3

La capacidad de los médulos de memoria ha ido aumentando, como tfambién su
velocidad. Por ejemplo, en el grdfico se puede ver a una memoria de 16B DDR2
de 533 MHz y también la memoria antigua de 128MB DIMM de 100MHz.
Para darnos cuenta de que tipo de memoria es el médulo, debemos apreciar la
parte donde se conecta, este borde presenta cortes, uno casi en medio para los
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médulos DDR, dos cortes en el centro para los médulos RIMM y dos cortes
separados para los mddulos DIMM, con esto se evita conectar los médulos de
forma inapropiada.

1.2.3 La Memoria Cache.

Es un almacén temporal de alta velocidad y de baja capacidad, esta memoria
permite que el CPU pueda frabajar a su velocidad de proceso, ya que, con a
memoria  RAM no lo puede conseguir, ya que, como hemos Vvisto
anteriormente, las velocidades de los médulos de RAM son inferiores a la
velocidad del CPU.

La memoria cache ha sido fabricada de manera diferente a los chips de
memoria de la RAM principal, esto se explicard cuando desarrollemos la
clasificacion de memorias, pero por su forma de generar las celdas de
memoria cache, estas ocupan mucho espacio y como ademds se hecesita que esté
dentro del CPU su capacidad se ve limitada. En el grdfico podemos ver a la
memoria cache L2 del CPU de AMD y también se aprecia a la memoria cache
L1, dividida en dos, una parte para almacenar las instrucciones de los
programas que se estdn ejecutando y la otra parte para almacenar los datos,
resultado de la ejecucién del programa. Por ejemplo, si estamos escribiendo una
carta mediante el Word, las instrucciones del programa Word deberdn estar
en L1 (parte de instrucciones) y el contenido de la carta debe estar en L1 (parte
de datos). -« e e

s CPU

Integrated DDR
Memory Controller

AMDEA
Tec(f:'-n ology
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Cache LX Cache LL. acceso
Parte del procesador mas rapido

Cache L2 Cache L2. acceso
Parte del procesador mads lento que L2

A

A

Cache L3 MNas lento que
Separado del procesador Ll y L2
y se encuentra entre la RAN =«
y el procesador

Mas lento que caché
¥ RAN i35 (2 L3

1.2.4 La ROM BIOS.

La memoria ROM es una memoria ho voldtil, en la cual se almacena el BIOS
(Sistema Bdsico de Entrada / Salida), vimos que esta memoria es importante en el
momento de encendido, ya que el programa que tiene, permite al CPU, realizar la
carga del sistema operativo, del disco duro a la memoria RAM.

El BIOS esun sistema bdsico conformado por un grupo de programas, entre los
cuales se encuentra: el POST, el BOOT vy el SETUP. Ha sido desarrollado por
diferentes empresas, dentro de las cuales, las mds importantes son AMI vy
AWARD, en los dltimos tiempos foman importancia BIOS de Compaq, IBM,
INTEL, entre otfros.

== American N\ * sintel)
é,%ﬁg === Megatrends Ph°® L’-—mtel

El POST (Power On Self Test)es el programa que permite hacer un
autodiagnéstico en el momento de encendido, verifica el funcionamiento de los
componentes del Mainboard, por ejemplo si el teclado tiene problemas, el POST
podrd informar enla pantalla: “Keyboard Error”. Si la falla estd enla tarjeta
de tarjeta de video, no hay forma de avisar la presencia de dicho error, a través
de la pantalla, por lo querecurreal uso de secuencia de pitidos, los cuales deben
estar codificados previamentey grabados en el POST.
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Para conocer los cddigos del POST para diferentes fabricantes de BIOS, se
puede recurrir a la pdgina: http://www.bioscentral.com tal como lo muestra la

siguiente grdfico.

Cidigos de Beeps de AMI BIOS

Beeps Mensaje de Error Beeps Mensaje de Error

1 corto | Falla refresco DRAM 9 cortos Falla cheksum de ROM

2 cortos | Error de paridad RAM 11 cortos Falla Cache

3 cortos | Falla memoria base 64K 1 largo, 2 cortos | Falla Sistema de Video

4 cortos | Falla el reloj del sistema 1 largo, 3 cortos | Falla prueba de Memoria
5 cortos | Falla Procesador 1 largo 8 cortos | Falla la prueba de video
8 cortos | Falla VRAM 1 largo El POST pasd las pruebas

Phoenix Technologies, LTD
System Conf igurations

CPU Type : AMD Athlon(tm) XP Base Memory : 640K
CPU ID : 0681 Extended Memory :1047552K
CPU Clock ! Z00OM=z L1 Cache Size : 128K

LZ Cache Size : Z56K

Diskette Drive A : 1.44M, 3.5 in. Display Type : EGA-UGAH
Pri. Master Disk : LBA,ATA 100,4082ZMB Serial Port(s) : JF8 ZF8
Pri. Slave Disk : LBA,ATA 100,4006Z2MB Parallel Port(s) : 378
Pri. Master Disk : DUD,ATA 33 DDR DIMM at Rows : 2345
Sec. Slawe Disk : CHS,PI0 4, 51ZMB

CI device listing ...
Bus No. Device No. Func Mo. Uendor~Device Class Device Class

USB 1.0-1.1 OHCI Controller 10
USB 1.0-1.1 OHCI Controller 11
USB 2.0 EHCI Controller 5
IDE Controller 14
Serial Bus Controller 16
Network Controller 11
Multimedia Dewvice 11

[l Rl o ol ool
s
[y I TR A o B M

Note el mensaje que aparece luego de haber concluido el POST satisfactoriamente
es el siguiente: "MSI[". Los diferentes mensajes y de manera resumida lo
mostramos en la siguiente tabla.
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Post |Status

CPU CPU is not detected or is not operating properly.

DRAM | Memory is not detected or is not operating properly.
MCH North bridge is not detected or is not operating properly.
ICH South bridge is not detected or is not operating properly.

CLK Clock generator is not detected or is not operating properly.
VGA Graphics card is not detected or is not operating properly.
ATA IDE or SATA device is not detected

MENU |F11 is pressed to select the boot device.

CMOS | Checksum CMOS is failed.

BIOS checksum CMOS is failed, press F1

MSI@ The operating system is loaded properly.

El BOOT

Es el programa que le permite al CPU cargar el sistema operativo en la RAM, para
ello, se debe identificar de donde se va a cargar dicho sistema, lo mds usual es
que el sistema operativo (SO) se encuentre en el disco duro, pero hay
situaciones en que el SO serd tomado desde un CD, disquete e incluso de la
memoria USB.

Para que se pueda cargar el SO de alguno de estos dispositivos de
almacenamiento, éstos deben tener instalado o preparado un SO. Un disco duro
puede tener instalado el SO Windows XP, un disquete puede tener el DOS,
un CD o DVD puede ser el de instalacion del Windows y viene preparado
con los archivos de sistema para que pueda "bootear”, a estos dispositivos les
decimos que son "booteables”.

En el siguiente grdfico se muestra el proceso de carga del sistema operativo
del disco duro a la RAM, esta tarea es realizada por el CPU, tomando as
instrucciones del BOOT, en el diagrama en bloque se muestra ademds otros dos
dispositivos de donde se pueda cargar el SO en la RAM. Note que el objetivo es
que se cargue el SO enla RAM, para que el CPU pueda trabajar bajo control
de este sistema, el CPU por si solo no esnada,el control dela computadora,
tantoen su hardware como en software lo hace el sistema operativo.
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CPU
11
BUS oS CIONES CONTROL
M ROM Jportrotedor|

BIOS

so DIFCO DURO <o Disque
+ SETUP so S0, o

DISPOSITIVOS BOOTEABLES

Si se tiene varios dispositivos booteables, se debe también tener la forma de
indicar de donde queremos que cargue el SO, esto se hace mediante el otro
programa llamado SETUP, desde el cual se define la secuencia de Booteo o
secuencia de arranque. Se debe determinar al primer dispositivo, luego al
segundo y asi sucesivamente, en la lista aparece:

e Dispositivo removible.
e Discoduro

e CDROM

e Red

Si queremos instalar el sistema operativo en el disco duro, se debe elegir al CD
ROM como primer dispositivo y como segundo al disco duro.

El SETUP

Es el programa que permite configurar a los componentes instalados en el
mainboard, a través de el se puede configurar: la fecha, la hora, la secuencia de
booteo, establecer password, (de esta manera nadie puede usar la
computadora si no conoce dicho password), el tipo del disco duro, CD vy
disquetera, entre otros.

Cada vez que encendemos el computador, se ejecuta el POST y al culminar,
muestra un mensaje invitando a ingresar al SETUP. Para ingresar al SETUP, en
algunos casos indica que presionemos F1, en otros F2, también F10 y en la
mayoria solicita que presionemos la tecla DEL o suprimir.
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Phoenix - AwardBIDS CHOS Setup Utility

S$tandard CHOS Features Load Fail-Safe Defaults
Advanced BIDS Features Load Optimized Defaults
Advanced Chipset Features Set Supervisor Password
Integrated Peripherals Set User Password

Power Management Setup Save & Exit Setup
PoP/PCI Configurations Exit Without Saving

PC Health Status

Quit F? - Menu in BIODS T 1+ + : Select Item
Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Los diferentes fabricantes de BIOS presentan el programa para configurar con
diferentes sistemas de menls, el de la grdfica anterior, tiene como
alternativas en su mend lo siguiente:

Standard CMOS Features
Use este menl para la configuracién bdsica del sistema, tal como la fecha, hora,

etfc.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005. American Hegatrends, Imc.
Standard CHOS Features

Date (HM:DD:YY) : [Thu 81/03/2002] Help Item
Tine (HH:MM:3S) : [19:54:35]
Use [ENTERI. [TABI
¥ SATAL [HD5728080PLAIB] or [SHIFT-TABI to
» SATRZ [Hot Detectedl select a lield.
» SATA3 [Not Detected]
» SATA4 [Not Detected] Use [+] or [-] to
» IDE Primary Master [HL-DT-ST RW/DV] | configure system Date.
» IDE Primaru Slave [Not Detected]
Floppy Drive A [1.44 MBI

¥ Sustem Information [Press Enter]

Tde+:Move Enter:Select +/-/:Ualue F1D:Save ESC:Exit F1:General Help
F8:Fail -Safe Defaults  Fh:0ptinized Defaults
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Advanced BIOS Features
Use este mend para configurar las caracteristicas especiales de algunos
componentes, como el CPU, Chipset y secuencia de arranque.

CHOS Setup Utility - Copyright (C) 1985-2005, American Hegatrends, Inc.
Advanced BIOS Features

Full Screen Logo Display [Enabled] Help [ten
Quick Booting [Enabled]

Boot up Num-Lock LED [On] Disabled: Displays
I0APIC Function [Enabled] normal POST messages.
HPS Table Uersion [1.4] Enabled: Displays OEM
Password Check [BIOS) Logo instead of PUST
Primary Graphic's Adapter [PCIE] NESSAPEs -

PCT Latency Timer [64]

» CPU Feature [Press Enter]

» Chipset Feature [Press Enterl

» oot Sequence [Press Enterl

Si elegimos la secuencia de arranque podemos apreciar lo siguiente

CHUS Setup Utility - Copuright (C) 1985-200L, American Megatrewds, Inc.
Integrated Peripherals

ISR Controller [Enahled] Help [ten
Dnboard LAN Controller [Enabled]

Onboard IEEE1394 Controller [Enabled]
Extra RATD/IDE Controller [Enabled]

RAID Mode [IDE] Disabled

» On-Chip ATA Devices [Press Enter] Enabled

» I/0 Devices [Press Enterl

Integrated Peripherals Use este menl para configurar a los periféricos
integrados.

- Bios Setting Password

- Use este menu para configurar el password.

- Save & Exit Setup

- Permite salvar la configuraciony salir del SETUP
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1.2.5 Flash BIOS

El BIOS es un sistema importante, sobre todo, en el momento del encendido
del computador, primero, por el diagndstico inicial y luego por la carga del SO,
ademds de permitir la configuracion del mainboard; este programa estd
almacenado en un tipo de memoria llamado ROM, al cual generalmente
llamamos ROM BIOS, esta memoria, en la actualidad, ha cambiado por Ila
memoria FLASH (tipo especial de ROM), y ahora se la llama FLASH BIOS. En el
siguiente grafico podemos ver a los dos tipos de memorias.

ROM BIOS

U

. \

ey BIOS am

ALL RIGRTS RESERVEID

ssnD 261234

o
'ub--u;-_..u.nb-c'uu

R

La memoria Flash ha sido elegida porque tiene la posibilidad de ser escrita sin
necesidad de sacar el chip del mainboard, a diferencia del ROM BIOS que es solo
de lectura, de esta forma el BIOS, en una memoria FLASH, puede ser
actualizado por una nueva version; para la actualizacién, no necesitamos
extraer el chip del mainboard solo debemos ejecutar un programa desde
Windows o desde DOS.

Un ejemplo de ello es el caso de actualizacién de BIOS Express de Intel, para ello
descarguey guarde el archivo de actualizacion del BIOS Express en undirectorio
temporal en el equipo de destino y luego ejecltelo siguiendo las instrucciones

Finish and Reboot Intel(R) Express BIOS Update Setup

InstallShield Wizard Complete
The Intel(R] Express BIOS Update is now ready to update your
system BIOS. Click Finish to:

1. Automatically shut down and reboot your system.

2. Update the BIOS with the new version.

3. Yerify that the BIOS update was successful.

- WARNING -- WARNING -- WaARNING --
FOR THE NEXT 3 MINUTES. DO NOT POWER
OFF YOUR SYSTEM! Your system will perform
an automatic shutdown and reboot process.

Finish l Cancel
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Después que reinicia la computadora, no apague la computadora hasta
que concluya la actudlizacién, aparecerd la siguiente ventana,
informando la culminacién del proceso.

Current revision: NM94510J.86A.0129.2006.0608.0128
Updating to revision: NM94510J.86A.0135.2006.0817.1032

Preparing image for recovery firmware ... [done]

Preparing image for main firmware ... [done]
Flashing processor updates ... [done]
Updating firmware ID __. [done]

Flash update has completed successfully.

1.2.6 La RAM CMOS

Como resultado de la configuracion, se generan datos, los cuales se
deben guardar en una memoria especial llamada RAM CMOS,
debe ser una memoria que consuma muy poca energia, por lo que
recurrieron a  usar memorias hechas con CMOS (del inglés
Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Estas memorias también son voldties, como la RAM principal, por
lo que, deben usar una pila o bateria, con la intencién de
mantener los datos almacenados en dicha memoria, mientras
la computadora estd apagada. Trabaja junto a un reloj de tiempo
real, el cual mantiene actualizado la hora y fecha.
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La RAM CMOS es una memoria pequefia de 64 6 128 bytes,
donde se guardan los datos de la configuracion del mainboard,
estos datos son utiizados también en la etapa del POST. Para
acceder al contenido de la RAM CMOS se utilizan los puertos de
entrada/salida 70H y 71H. En 70H se escribe la direcciény con 71H
se lee y se escribe en la RAM CMOS.

1.3 CLASIFICACION DE LAS MEMORIAS.

A las memorias las clasificamos en dos tipos: RAM y ROM, tal
como se aprecia en el siguiente cuadro.

CLASIFICACION DE MEMORIAS
| I
RAM ROM
[ L |
SRAM| |DRAM PROM | | EPROM

| .
SDRAM| |UVEPROM | | EEPROM

1.3.1 La memoria RAM

Es una memoria de acceso aleatorio utiizados como almacenes
temporales, donde se almacenas las instrucciones de los
programas y los datos, se dice que esta memoria es volatil,
debido a que necesita energia para mantener lo almacenado, por
lo que , si se apaga elcomputador, todo lo que tenia desaparece.

En este tipo de memorias encontramos dos tipos: SRAM y RAM Las
memorias SRAM son RAM estdticas (Static RAM), usadas para
trabajar a altas velocidades, por ello son usadas para la
implementacion de la memoria cache. Las celdas de memorias son
FFs - D, con los cuales se consigue mejorar la velocidad de
lectura y grabacién, pero para su fabricacién necesita de mucho
espacio en la pastilla de silicio, donde se hacen los chips.

Las memorias DRAM son RAM dindmicas (Dynamic RAM), usadas
para almacenar grandes cantidades de informacién, por ello son
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usados para la implementacién de la RAM principal, donde
necesitamos que haya un espacio muy grande que almacene todo el
SO vy a las aplicaciones. Las celdas de memorias estdn
formadas por placas metdlicas que hacen el papel de un
condensador, el cual guarda por un tiempo la carga eléctrica.
Cuando el condensador estd cargado se interpreta que hay un
'1" y cuando estd descargado hay un "0, para poder mantener la
carga en los condensadores que tiene almacenado un '1" se debe
refrescar estas memorias cada cierto tiempo, si no se refrescala
memoria, se pierde la informacién, por ello a estas memorias se les
llama dindmicas.

Las memorias DRAM evolucionaron, buscando mejoras, desde FPM,
EDO, BEDO hasta las actuales SDRAM o RAM Dindmica
Sincrénica. La nomenclatura de sincrénica es para indicar que son
controladas por una sefal de reloj.

Las memorias SDRAM trabajan a 66, 100 y 133 MHz, sus
presentaciones es a través de mdédulos DIMM, de diferentes
capacidades, como: 64, 128, 256 y 512 MB. A los médulos de 100
MHz se les llamé PC100, a los de 133 se les llamé PC133. En la
figura se puede apreciar un médulo de memoria PC100 de 128MB
SDRAM. Los médulos son de 168 contactos.
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Intentando reemplazar a los mdédulos DIMM, la empresa Rambus
creé los médulos RIMM, acrénimo de Rambus Inline Memory
Module, de caracteristicas superiores, los cuales pueden trabajar
a mayores frecuencias llegando hasta frecuencias de 533 MHz,
aunque por ser muy caros han dejado de ser usados. Estos
médulos tienen 184 contactos.
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Los médulos RIMM y DIMM fueron desplazados por los médulos de
memoria DDR (Double Data Rate), son memoria que doblan la
tasa o velocidad de transferencia de datos. Son mddulos
compuestos por memorias SDRAM, disponibles en encapsulados
DIMM. Los médulos DDR estdn basados en los médulos DIMM pero
los hacen trabajar al doble de velocidad.

El siguiente grdfico muestra algunas de las memorias DDR y sus
versiones de mayor velocidad.

DDR (PC2100, PC2700, PC3200) Specc: 2663334400

DDR2 (PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400) Speed: 400/533/667/800

MODULE CAPACITIES CURRENTLY AVAILABLE
128MB /| 256 MB / 512MB / IGB / 2GB /| 4GB

DDR DDR2 y DDR3 para Escritorio S0-DIMM para Hotebook

Las nuevas memorias DDR3 fiene la misma cantidad de pines, pero
sus contactos tiene diferente distribucién, tal como se puede
apreciar en el grdfico comparativo.

1 wnnnEen ' [ERIR RN TR I ST AT IS )
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Las memorias actuales sonla DDR 4 la cual es la dltima generacién de las DDR a
diferencia de las demds estas memorias tienen mayor capacidad.
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1.3.2. La memoria ROM

Es una memoria de sélo lectura (Read Only Memory). Los programas
almacenados en ROM no se pierden al apagar el ordenador, sino
que se mantienen guardados en los chips del ROM sin necesidad
de energia, por eso decimos que ho es volatil.

El usuario puede leer (y ejecutar) los programas de la memoria ROM,
pero no puede escribir en esta memoria. La memoria ROM es ideal
para almacenar las rutinas bdsicas a nivel de hardware, por
ejemplo, el programa de inicializacion o de arranque de
procesadores, por eso la encontramos en la mainboard, en la
tarjeta de video, en los discos duros, impresoras, entre otros.

Las memorias ROM usan circuitos formando una matriz de
elementos que actidan como fusibles. Cada ‘fusible" es una celda
que puede almacenar un bit, si deja pasar la corriente vale 1", si
no deja pasar la corriente, vale 'O'.Las memorias ROM se clasifican
en PROM y EPROM.

Los PROM estdn fabricados y desarrollados con todos sus fusibles
intactos (todos en '1"). Se emplea una mdquina especial llamada
programador de PROM o quemador de PROM, para fundir los
fusibles uno por uno segln las necesidades del software que se va
a codificar en el chip. Este proceso se conoce normalmente como
el " quemado " de la PROM. Los efectos de quemar la PROM
son permanentes. No se puede modificar, ni actuadlizar, el

17 COMPONENTES INTERNOS DEL PC Clasificacién de las memorias



ARQUITECTURA DE HARDWARE Y SOFTWARE
5to. SEMESTRE
UNIDAD 2 SEMANA 9

programa que lleva dentro. El PROM se parece mucho al CD que
permite grabar una sola vez.

Las EPROM (Erasable Programmable Read-Only  Memory),
son memorias ROM programables y borrables, las celdas estdn
formadas de semiconductores que se comportan como fusibles
(dejan pasar la corriente) que pueden ser quemados ('0") y fambién
podemos retornarlos a sus condiciones iniciales (*1"). Hay dos tipos de
memorias EPROM: UVEPROM y EEPROM

Las UVEPROM (Ultraviolet Erasable Programmable Read-Only
Memory), son fdciles de distinguir de los otros chips porque tienen
una pequefia ventana transparente en el centro de la cdpsula.
Invariablemente, esta ventana estd cubierta con una etiqueta de
cualquier clase, y con una buena razén: el chip se puede borrar
por la Iluz ultravioleta de alta intensidad que entra por la
ventana.

Para borrar a estas memorias se las expone a la luz ultravioleta,
durante una hora aproximadamente, para la grabacién se necesita
de hardware y software especial, en la actualidad se usa poco esta
memoria, si lo ha sido aflos atrds. Un ejemplo del uso de estas
memorias son las ROM BIOS.

Las EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory),
son memorias  programables y borrables eléctricamente. En
las primeras EEPROM, el borrado era posible aplicando voltajes de 25
voltios, superiores a los voltajes usados en la PC. Posteriormente la
tecnologia permitié que el borrado y la escritura sea a 5 voltios, con
lo cual se hizo muy popular, las primeras aplicaciones fue reemplazar
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los ROM BIOS de las mainboards y se hizo mds popular el nombre de
memoria FLASH.

En la actuadlidad estas memorias estdn las memorias USB y el los
discos de estado sdlido (SSD)

EEPROM

Es tal el éxito alcanzado de la memoria FLASH, que se han creado
diversos medios de almacenamiento para diferentes equipos, los
encontramos en las cdmaras fotogrdficas, en los celulares, etc.

; Signature Flash Micro Secure
Extre| Perfo
i Flash Mini- R s W Digital Card 512M8
Signature Flash Mini-SD SD Card (133X) 4GB Signature Flash MMC
Card 1GB Mobile Card 512MB
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